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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES -

Partie 2: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a I’'assemblage par brasage
pour montage en surface
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Partie 1:

Partie 2:

Partie 3:

Partie 4:

Spécification générique — Exigences relatives aux ensembles électriques et
niques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées

Spécification intermédiaire — Exigences relatives a I'assemblage par brasa
montage en surface

trous traversants

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Cette norme doit étre lue conjointement avec la CEIl 61191-1.

électro-

ge pour

Spécification intermédiaire — Exigences relatives a l'assemblage par brasage de

Spécification intermédiaire — Exigences relatives a I'assemblage de bornes par brasage
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 2: Sectional specification —
Requirements for surface mount soldered assemblies

FOREWORD
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IEC 61191 consists of the following parts, under the general title Printed board assemblies:

Part 1:

Part 2:
Part 3:
Part 4:

Generic specification — Requirements for soldered electrical and electronic assemblies

using surface mount and related assembly technologies
Sectional specification — Requirements for surface mount soldered assemblies

Sectional specification — Requirements for through-hole mount soldered assemblies

Sectional specification — Requirements for terminal soldered assemblies

Annex A forms an integral part of this standard.

This standard is to be read in conjunction with IEC 61191-1.


https://iecnorm.com/api/?name=cd96340e548f329efb335c17a7d31bbe

-6 - 61191-2 © CEI:1998

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES -

Partie 2: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a I'assemblage par brasage
pour montage en surface

1 Geénéralités

1.1 Domaine d'application
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Niveau B:

Niveau C: Produits électrgmnj

C'est & |'utilisateur des ant la responsabilité de déterminer le nivead auquel
le prodpit appartient. i e S entre
différents nivea ption ou
exigence suppl 1 de la
CEIl 61191-1).

1.3 Interprétat

A moins
est oblig
l'utilisat travers du dessin de I'assemblage, de la spécification g
clause termes «il faut que» sont utilisés seulement pour déc

situations gui so

Dans le

rnables de fait.

xigence
bcrite de
u d'une
ire des

exte I1'y a egalement des notions de recommandations et de cnholX optionnels

termes «il convient de», «peut»). Ces derniéres ne sont pas des obligations.

(par les

Il'y a parfois également des déclarations d’intention. Se référer a la partie 3 des directives
ISO/CEL.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61191.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
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PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 2. Sectional specification —
Requirements for surface mount soldered assemblies

1 General

1.1 Scope

This spgcification prescribes the requirements for surface mounted solder conpeciigns. The
requirements pertain to those assemblies that are totally surface mo surface
mounted portions of those assemblies that include other related teg hrough-
hole, chjp mounting, terminal mounting, etc.).

1.2 Classification

This specification are subject to
classifid sses havye been
established to )ctional perfgormance
requirern following:

Level A

Level B

Level C

The us§ product
belongs els. The
contract rements
to the p

1.3 In

Unless ment is
mandat all" requirement requires written acceptance by the user,
e.g. via ification or contract provision. The term "must" is used only to
describg

The wof d to indicate a recommendation or guidance statement. The word
“may” i ptional situation. Both “should” and “may” express non-mandatory
situationsWill” is~Ndsed to express a declaration of purpose. Refer to ISO/IEC Difectives,
part 3.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61191. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 61191 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
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CEI 61191 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'lSO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 61191-1:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 1: Spécification générique —
Exigences relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de
montage en surface et associées

3 Exigences générales

Les exigences de l'article 4 de la CElI 61191-1 constituent une partie obligatoire de la présente
spécificatiom.

4 Montage en surface des composants

Le prégent article couvre l'assemblage de composants place 3 braser
manuellement ou a la machine et comprend des compogan tage en
surface| ainsi que des composants pour trous traversa ~ pour la
technolggie de montage en surface.

4.1 Exigences d'alignement

La précision du placement des compds S e Qpr assurer que le composant
est corrpctement positionné et qu'il resp 1sage et
les spégifications de 5.2.

Les fad plages
d'accue sants et
des pla sion de
placemd

4.1.1

Si des ne sont pas mis en place pour assurer la copformité
avec 4 les exigences détaillées de l'annexe A doivent étre
obligato

4.2 EX tives\aux composants pour montage en surface

Les sorfies desscomposants destinés au montage en surface équipés de sorties doivent étre
forméeqd selon leu figuration définitive avant le montage. Les sorties doivent étre formées
de manieréque le joint sortie-corps ne soit pas endommagé ou dégradé et qu'il soit pgrmis de
les mettre en place par brasage Tors de processus ultérieurs n'occasionnant pas de contraintes
résiduelles diminuant la fiabilité. Quand les sorties de boftiers a deux rangées de broches, de
boitiers plats et d'autres dispositifs a sorties multiples perdent leur alignement au cours du
traitement ou de la manipulation, il est permis de les redresser afin d'assurer le parallélisme et
l'alignement avant le montage, tout en maintenant l'intégrité du joint sortie-corps.

4.2.1 Formation des sorties de boftier plat (flat pack)

Les sorties placées sur les cb6tés opposés de boitiers plats pour montage en surface doivent
étre formées de maniére que le non-parallélisme entre la surface de base du composant et la
surface de la carte imprimée (c'est-a-dire I'inclinaison du composant) soit minimal. L'inclinaison
du composant est permise a condition que la configuration définitive ne dépasse pas la limite
d'espacement maximal de 2,0 mm (voir figure 1).
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recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 61191-1:1998, Printed board assemblies — Part 1: Generic specification — Requirements
for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly
technologies

3 General requirements

The requirements in clause 4 of IEC 61191-1 are a mandatory part of this specification.

4 Sufface mounting of components
This clause covers assembly of components that are placed on the am>|ally or
maching soldered and includes components designed for surface™ hrough-
hole components that have been adapted for surface mounting
4.1 Alignment requirements
Sufficiept process control at all stages of design and asg pble the
post-soldering alignments and solder joint fillet con z
Relevant factors affecting the requir € gonductor design, coinponent
proximitfies, component and land solderability gnment
and conmpponent placement accuracy.
4.1.1 Process control
If suitahle process co 8 i ure compliance with 4.1 and the intent of
annex A, the detailed requiv )
on prior
ned in such a manner that the lead-to-body seadl is not
they may be soldered into place by subsequent prpcesses
al’'stresses decreasing reliability. When the leads of dual-in-line
and\other multilead devices become misaligned during procesgsing or
y raightened to ensure parallelism and alignment prior to mpounting,
while maintaining the Yead-to-body seal integrity.
4.2.1 [atpack lead forming

Leads on opposite sides of surface mounted flatpacks shall be formed such that the
non-parallelism between the base surface of the component and the surface of the printed
board (i.e. component cant) is minimal. Component cant is permissible provided the final
configuration does not exceed the maximum spacing limit of 2,0 mm (see figure 1).
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Pas de courbure
a l'intérieur du joint

R

—» le—

Tl

45°-90° /

2,0 mm au maximum

4.2.2

Les sorJles doivent etre soutenues au cours de Ia fofmation po

Les co
rayon d¢ courbure de la sortie (R) soit,
forme cptte partie de la sortie entre l&
plage d'gccueil doit étre compris entre 4

4221
La défo
a) il n'gxiste aucune
b) le jojnt ou Ia
c) elle he dépassé€ p

d) la partie supé

IEC 1 154/98

et le joint sortip-corps.
igure 1). Il faut que le
inaJé de la sortie). L'angle que
et’ inférieures par rapport a la

njiel;
ion;

$t admis

que preformées dépassent la partie supérieure du corps toutefois
la limi ation ne doit pas étre dépasseée;

e) labg pied, si elle existe sur les courbures, ne dépasse pas l¢ double
de I

f) les l|mitessdeCophanéarité ne sont pas dépassées.

4.2.2.2 |_Sorties aplaties

Il est permis d'aplatir (forger) les composants présentant des sorties axiales a coupe
transversale arrondie pour ménager une assise s(re pour le montage en surface. Si
I'aplatissement est utilisé, I'épaisseur aplatie ne doit pas étre inférieure a 40 % du diamétre
d'origine. Les zones aplaties des sorties ne doivent pas étre soumises a l'exigence de

déformation de 10 % en 6.4.2 de la CEIl 61191-1.

4.2.2.3 Boitiers a deux rangées de broches (DIP)

Il est permis de monter en surface les boftiers a deux rangées de broches a condition que les
sorties soient configurées de maniére a respecter les exigences de montage relatives aux
pieces chargées montées en surface. L'opération de préparation de la sortie doit étre réalisée
en utilisant des systémes de formation/découpage a matrices. La formation et l'ajustage

manuels des sorties sont interdits.
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No bend
into the seal

—» le—

Tlor
S N
pul

45°-90° /

2,0 mm maximum

4272

Leads S Bends dhall not
extend hal lead
thickneg ation to
the mouy

4221

a) noe
b) lead
c) doeg

d) top
abo

e) toe
f) copl

4.2.2.2

Compornents-with
innstrface mounting. If flattening is used, the flattened thickness shall be not I¢ss than

seating

iNg requirement;

fal leads of round cross-section may be flattened (coined) for

e top of body; preformed stress loops may extend

T);

positive

40 % of the original diameter. Flattened areas of leads shall be excluded from the 10 %
deformation requirement in 6.4.2 of IEC 61191-1.

4.2.2.3

Dual-in-line packages (DIPs)

Dual-in-line packages may be surface mounted provided the leads are configured to meet the
mounting requirements for surface mounted loaded parts. The lead preparation operation shall
be performed using die forming/cutting systems. Hand forming and trimming of leads are
prohibited.

IEC 1 154/98
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4.2.2.4 Pieces non configurées pour le montage en surface

Les botitiers plats de configuration pour trous traversants, les transistors, boftiers métalliques
de puissance et autres composants équipés de sorties non axiales ne doivent pas étre montés
en surface sauf si les sorties sont formées de fagon a respecter les exigences relatives a la
formation de sorties de dispositifs montés en surface. Ces applications doivent faire I'objet d'un
accord entre l'utilisateur et le fabricant.

4.3 Petits dispositifs a deux sorties

Les exigences détaillées pour le montage de petits dispositifs & deux sorties sont définies dans
les paragraphes suivants.

4.3.1 Montage par empilage

Quand IFempilage de piéces est permis par le dessin d'assemblage, }ant pas
former @le pont au niveau de I'écartement entre d'autres pieces o nue des
terminajsons ou autres composants a puce.

4.3.2 Ppispositifs avec éléments déposés externes

Les composants dotés d'éléments électriques déposés/Syr u e’ externe (cormme les
«chips»| résistifs) doivent étre montés de faco la carte
imprimée ou du substrat.

4.4 Pgsitionnement du corps du comyposa

Il est permis de monter par affleure ans hauteur d'élévation) deg pieces
montée$ sur des surfacesProtec ieces¥solées, positionnées sur un cjrcuit ou
sur des|surfaces sans ci c piéces montées sur un circuit| exposé
doivent jétre formées d e istance minimale de 0,25 mm entre la pase du
composhnt et le circuif expese aximal entre la base du corps du composant
équipé ge sortie@a ~ impyimée ne doit pas dépasser 2,0 mm.

4.4.1 [omposants éq

Il convie aximal de 2,0 mm entre le corps d'un composant njonté en
surface|é et la surface de la carte imprimée sauf si le compogant est
fixé mé par un adhésif ou par d'autres moyens. Les sorties| sur les

cOtés opposes de gomposants montés en surface et équipés de sorties axiales doivient étre
forméeqd d incknaison du composant (non-parallélisme entre la surface de pase du

; t 1a” surface de la carte imprimée) soit minimale et en aug¢un cas
I'inclinailson(du*composant ne doit entrainer une non-conformité avec les limites d'espacement
maximajes

4.4.2 Autres composants

Les composants en boitier TO ou a profil haut (c'est-a-dire supérieur a 15 mm), les
transformateurs et les boitiers métalligues de puissance peuvent étre montés en surface, a
condition gqu’ils soient attachés ou tenus a la carte de maniére a supporter les chocs, vibrations
et perturbations environnementales.

4.5 Pieces configurées pour le montage de sorties en talon

Il est permis, pour les produits de niveau A et B, de monter en about les composants congus
pour I'assemblage par trous traversants et modifiés pour la fixation de joints en talon, ou les
boitiers a deux rangées de broches a sorties rigides. Le montage en about n'est pas autorisé
sur les produits de niveau C, sauf si le composant a été con¢u pour le montage en surface.


https://iecnorm.com/api/?name=cd96340e548f329efb335c17a7d31bbe

61191-2 © IEC:1998 - 13 -

4.2.2.4 Parts not configured for surface mounting

Flatpacks of the through-hole configuration, transistors, metal power packages, and other
non-axial lead components shall not be surface mounted unless the leads are formed to meet
the surface mounted device lead forming requirements. Such applications shall be agreed on
between user and manufacturer.

4.3 Small devices with two terminations

The detailed requirements for mounting of small devices with two lead terminations are defined
in the following subclauses.

4.3.1 PBtack mounting

When part stacking is permitted by the assembly drawing, parts
betweern other parts or components such as terminals or other chip

Il not bgidgespacing

4.3.2 Pevices with external deposited elements

Compor :{ uch as chip resistors)
shall be ted T

4.4 Lead component body positioning

Parts m ns . gre positioned over cirguitry or
parts m iPg s dtand-off
height). ' have their leads formed to provide a
minimur [ G » Circuitry.
The makimum clearance Zded component body and theg printed
wiring s

44.1

The bod component should be spaced from the syrface of
the prin unless the component is mechanically attached to
the sub eans. Leads on opposite sides of surface mounted
axial-led ried such that component cant (non-parallelism petween
the bas ed component and the surface of the printed board) is |minimal
and in n ant result in non-conformance with maximum spacing linjits.
4.4.2

TO-can|devices, rofile components (i.e. over 15 mm), transformers, and metgl power

packagg¢s.may be surface mounted provided the parts are bonded or otherwise securdd to the
board in a manner which enables the part to withstand the end-item shock, vibration and
environmental stresses.

4.5 Parts configured for butt lead mounting

Components designed for through hole (pin-in-hole) applications and modified for butt joint
attachment, or stiff leaded dual-in-line packages may be butt mounted on level A and B
products. Butt mounting is not permitted on level C products unless the component is designed
for surface mounting.
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4.6 Limites de couverture d'adhésif non conducteur

Quand ils sont utilisés pour le montage de composants, les matériaux adhésifs non
conducteurs ne doivent pas se répandre sur les zones a braser, dans les trous de liaison ou
les trous traversants métallisés, ni les masquer.

5 Exigences d'acceptation

Les matériaux, processus et procédures décrits et spécifiés dans la CEIl 61191-1 permettent de
réaliser des interconnexions brasées de qualité supérieure aux exigences minimales
d'acceptation pour le montage en surface contenues dans cet article. Il_convient que les
processps el feur comrofe permettent ta creation dumnm produit Tespectant ou~gépaskant les
critéres|d'acceptation relatifs au niveau du produit défini.

5.1 Contrbole et actions correctives

Les exiggences détaillées relatives a l'acceptation, aux limites\des el ives, a la
détermipation des limites de contréle et aux critéres génér its|dans la
CEI 61191-1 constituent une partie obligatoire de la utre, le
paragraphe suivant doit étre respecté en ce qui conce ge pour
montag¢ en surface et les connexions.

5.2 Brasage en surface des sortie

Les joinfs ou les sorties brasés sur les ¢ e montage en surface doivent
présent S ions générales de l'article 10 de la
CEl 611 inies .2 a 5.2.11 de la présente| norme.
Certaing composants montg ; eours du brasage par refusion mais un
degré de non-alignemerx ! e spécifiée. Cependant, I'espacement
minimal S

Dans les paragr S, G ctéristiques du joint ne sont pas spécifiées au
niveau fle la tai ige erne l'existence d'un raccord ayant un mouillage
correct g la fois surda s ptages d'accueil, qui doit étre visible. Des dinmensions
géométriques ne t abicune exigence spécifiée sont considérées comme non ¢ritiques
pour leg i

ace formés sur un connecteur, une douille ainsi que [d'autres
meécanique, soumis a une contrainte résultant de l'insertion et du rgtrait de
rtes imprimées, doivent respecter les exigences du niveau C.

sorties 4
compos

5.2.1 Hauteur d ccord brasé et raccords de talon

La hauteur H des raccords brasés, y compris les raccords de talon, telle qu'elle est prescrite
dans les paragraphes suivants, doit étre jugée d'aprés la distance d'élévation de la brasure
appliquée par rapport a la surface jointe. La figure 2 illustre cette mesure pour des joints de
hauteur égale mais de volume de brasure différent. En 5.2.2 a 5.2.11, pour certaines
configurations de sorties, les critéres de hauteur minimale de raccord acceptable font
référence a I'épaisseur de la sortie T, ou la moitié de I'épaisseur de la sortie (0,5 T). Quand
elle fait référence a T, la hauteur du raccord de talon par rapport a une sortie formée doit étre
mesurée au niveau du point le plus bas du rayon de courbure intérieur de la sortie, comme
I'indigque le point A sur la figure 2b. Quand il fait référence & 0,5 T, il est admis que le raccord
soit inférieur de 0,5 T.

NOTE - Le paragraphe 5.2.2 est organisé de fagon a fournir le paragraphe de I'exigence, la figure appropriée et un
tableau dimensionnel décrivant les détails spécifiques.
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4.6 Non-conductive adhesive coverage limits

Non-conductive adhesive materials, when used for component mounting, shall not flow onto, or
obscure, areas to be soldered or into vias or plated-through holes.

5 Acceptance requirements

Materials, processes, and procedures described and specified in IEC 61191-1 provide for
soldered interconnections that are better than the minimum surface mount acceptance
requirements in this clause. Processes and their control should be capable of producing
product meeting or exceeding the acceptance criteria for defined product levels.

5.1 Ceontrol and corrective actions

The detpiled requirements for acceptance, corrective action limits, )nation,
and general assembly criteria described in IEC 61191-1 are a maén andard.
In addifion, the following subclause shall be met for all surfa and for
connectjon acceptability.

5.2 Suirface soldering of leads and terminations

Solder jpi ounting shall exhibjt solder
joints t ~ $1191-1 with the [specific
measuré¢ments defined in 5.2.2 thré . is/standard. Some surface mounted
componjents will self-align during reflow spoldexing 3 of misalignment is permitted to
the extent specified. However, minimu i Y Qr spacing shall not be violated

afe unspecified in size and the only
requirement is that a p lead/termination and lands be| visible.
Geomeftric dimensions/ ot ca ith requirements are considered non-critical to the

performpnce of the inte

Surface mounte@ 5 without
mechanjcal supports printed
boards $

5.2.1

The hei ges shall
be judged igure 2
illustratg¢s thisSmeasuxement for joints of equal height but having different solder volume. In

5.2.2 to| 52341, fo me lead configurations, the minimum acceptable fillet height cfiteria is
referenged to the lead thickness T, or one half the thickness (0,5 T). When referenced {o T, the
height of the heel fillet to a formed lead shall be measured at the lowest point of the inside
bend radius of the lead, as indicated by point A of figure 2b. When referenced to 0,5 T, the fillet
may be 0,5 T lower.

NOTE - Subclause 5.2.2 provides an organization that combines the requirement paragraph, the appropriate figure
and a dimensional table that describes the specific details.
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5.2.1.1 Contours de la connexion de brasure

Une technologie de montage adaptée doit étre utilisée pour compenser la différence de
dilatation entre le composant et la carte imprimée. Cette technologie doit étre limitée aux
sorties du composant, aux articles spéciaux et aux connexions soudées normales. L'utilisation
d’'espaceurs spéciaux entre le composant et la carte est autorisée. Les composants sans
sorties ne doivent pas étre soudés en place en utilisant une interconnexion filaire redondante,
entre les terminaisons et les pistes. Quand la compensation de différence de dilatation est
réalisée, les porteurs de terminaisons seulement en partie basse décrits en 5.2.7 et 5.2.8, n'ont
pas besoin d’avoir une hauteur de filet du joint de soudure supérieure a 0,2 mm.

Il faut que les conceptions utilisant des contours de connexion de brasure spéciaux pour
compener les desadapiaiions dues au coefficient de dilatation thermiques(CE) soient
identifiées sur le dessin d'assemblage approuvé. Il faut que la techniqu ermette
la réalisption d'une connexion brasée répondant aux exigences de la p tion.

5.2.1.2 | Position du talon des sorties d’un composant mon

Le talon| de la sortie d’'un composant ne doit pas dépasser ge

NOTE - LJe talon commence au point de démarrage de la courbure de la

5.2.1.3 | Barres de raccordement sécables

eurs ou
s avant
centrale

Il est pgrmis d'installer ou de placer p$
circuits [flexibles) dont la conception co
I'enlevenent de la barre de raccorde
résultant de I'enléevement de la barre de
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5.2.1.1 Solder connection contours

A mounting technique shall be used to compensate for the coefficient of thermal expansion
(CTE) mismatch of the part and board. This mounting technique shall be limited to part leads,
specialized mounting devices, and normal solder connections. The use of specialized stand-
offs mounted between the part and the land is permissible. Leadless components shall not be
soldered into place utilizing redundant interconnect wiring between the component castellation
and the land. When CTE mismatch compensation is provided, bottom only terminations
carriers (see 5.2.7 and 5.2.8) are not required to have 0,2 mm solder fillets.

Designs which utilize special solder connection contours as part of a CTE mismatch
compensation system must be identified on the approval assembly drawing. The mounting
technigfie” must be capable of performing with a solder connectio whh&wets the

requirements of this standard.

5.2.1.2 | Surface mount device lead heel position

The hedl of a leaded component shall not overhang the land.

NOTE - Tlhe heel begins where the lead starts to curve at the lead bend:

5.2.1.3 | Break-away tie bars

Compornents (e.g. connectors and flexi
their degign may be installed or soldere
metal rgsulting from tie bar removal is p

;@rpor te break-away tie| bars in
alaf the tie bar. Expos¢d basis
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H = hauteur de raccord

NNRNNRNANY

NS S S

IEC 1 155/98

Figure 2a — Hauteur de racco

L = longueur projetée de la sortie

A = point le plus bas a
l'intérieur du rayoq
de courbure

5N ’

IEC 156/98

Eigure 2 — Hauteur de raccord
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H = fillet height

NS S S

N &\\\\\\\y

\\>
\,
S

o A

-----------------------------------------
...........................................................
~~~~~~~~~~~~~
---------------------------------------------------------
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
.....................................................................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

IEC 1 155/98
Figure 2a — Fillet height

L = projected lead lepgth
H
IEC [ 156/98

Figure 2b — Fillet height referenced to lead thickness

Eigure 2 — Fillet height
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Les joints brasés entre les plages d'accueil de substrat et les sorties plates formées en L et en
forme d'aile de mouette, constituées de matériaux rigides ou flexibles, doivent respecter les
exigences relatives a l'alignement et au raccord brasé de la figure 3 pour chaque niveau de

produit.
Sortie
\/—fJ/
x \ S . — W,
A \ B\ > G \\\\ \
2N 72N g 'I‘
A X W ™ pastile
A M «CH
Dépasgement de coté Dépassement de
I'extrémité du pied Largeur du joint d'extémité
Voir note 1
du tableau
| Ligne coupant le
£ \ " rayon de courbure
T X
n / . leplpsbas

A /’// >N
/ m.

[ f I
[¢—— D —>
Hauteur du raccord
_ - o _ . de talon
D =Jongueur du joint de cété W = largeur de\la soT r de la sortie
IEC 1157/98
,\ Dimensions en millimétres
Caragtéristique I&mensiﬁg Neahy& Niveau B Nivepu C
Dépasserent maxiﬁ»il/ A D2W oy 005 selon la | 1/2 W ou 0,5 ¥ selon la | 1/4 W ou d,5 * selon
de coté S petite valeur. plus petite valeur. la plus pefite valeur
r les dispositifs | 1/3 W pour les dispositifs
A aveg un pas <0,5 mm avec un pas <0,5 mm

Dépasserent maxima B 12w ? Non autorisé Non agitorisé
de I'extrémité (g’;&i\
Largeur njiptmalddu «  N\- \C W- A W- A wlA
joint d'extfémite3) \
Longueur|mini lelay AV /2L 2/3L 3/4L
joint de cpté 2 3)
Hauteur maximale du E ® D !
raccord tgdlon
Hauteur minimale du F ® G+1/2T G+T
raccord talon
Epaisseur minimale de G %) %) 5
soudure

D est permis que les raccords de brasage pour les niveaux A et B s'étendent au travers de la courbure du haut.

2 Les sorties dépourvues de cOtés ou d'extrémités mouillables de par leur conception (comme les sorties
estampées ou cisaillées a partir du matériel préparé) ne possédent pas obligatoirement de raccords de c6té ou

en extrémité, mais le dépassement de c6té n'est pas permis (tous les niveaux).

 Les dispositifs ou W est supérieur a D ne doivent pas étre soumis aux exigences pour les joints de cbté de ce

tableau.

) Ne doit pas transgresser I'espacement minimum étudié entre conducteurs.

%) Existence évidente d'un raccord correctement mouillé.

NOTE — Pour les sorties réalisées en alliage 42, il convient de prendre les critéres du niveau immédiatement

supérieur.

Figure 3 — Sorties plates en L et en aile de mouette
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Flat ribbon L and gull-wing leads

Solder joints between substrate lands and flat ribbon leads formed into L, and gull wing shape
component leads of either stiff or flexible materials shall meet the alignment and solder fillet
requirements of figure 3 for each product level.

—"T
A ¥ > B?i ~ G \\\\\\\\
W TR |
=+ -+
W A M leCH
Side overhang Toe overhang

See note 1
of the table

End joint width

Toe down heel

Ling
-7 lowd

bisecting
r bend radius

i fillet height
D =|side joint length = L
IEE 1157/98
/\ Dimensions in millimetres
FeatW \/\ \Qim}‘KSi()\ Level A Level B Level C
Maximufn side over A 1/2 W or 0,5 ¥ 1/2 W or0,5% 1/4 W or 0,5 ¥
whichever is less whichever is less whichgver is less
1/3 W below 0,5 mm | 1/3 W below 0,5 mm
/\ pitch devices pitch devices
Maximu e &eth\ng\ \ B 12w ? Not permitted Not permitted
Minimufiead joimhitth Y > c W-A W-A W-A
Minimuth side}rmt\lengb\m() D 12 L 23 L /4 L
Maximum heelfillet height E %) b b
MinimurmtreetfittetTrerght F = G+ 11277 G+ T
Minimum solder thickness G %) %) ®)

%) Properly wetted fillet evident.

Y solder fillets for levels A and B may extend through the top bend.

) Shall not violate minimum design conductor spacing.

2 | eads not having wettable sides or ends by design (such as leads stamped or sheared from prepared stock)
are not required to have side or end fillets, but side overhang is not permitted (all levels).

%) Devices with W greater than D shall be exempted from the side joint requirements of this table.

NOTE - For lead frames made of alloy 42 the next higher level should be chosen.

Figure 3 — Flat ribbon L and gull-wing leads
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Sorties arrondies ou aplaties (forgées)
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Les joints formés au niveau des sorties arrondies ou aplaties (forgées) doivent respecter les
exigences de dimension et de raccord de la figure 4 pour chaque niveau de produit.

sement de coté

Voir note 1
du tableau

F
T [

Longueur

du joint de cété

de talon

» B
NS

Dépassement de
I'extrémité du pied

\

| .

| Ligne coupant le

\ “"rayon de courbure
X_ leplus bas

N

[tie aplatie
bortie arrondie

ortie au niveau

FC 1158/98

Dimensions en millimétres

Hauteur du accord&

Caractéristique ( Niveau BY Niveay C
Dépasserent maximal de CP@ N A 1/3)N /3w 1/4 W
Dépasserent maximal de I xtw 2 2 2
du pied /\

Largeur njinimale duWWté \C\ \ % % W-A
. \ et NS
Longueur|minimale d}/fb\}\kde}%e \D5 1/2 L 2/3 L 3/4 |
Hauteur maximale du\@c&w fon | N b b b
Hauteur minimale du Trac oré\tal(}\ F 3 G+12T G+T
Epaisseu Méi{: d o}lur& G %) %) %)
Hauteur minimale joi w % G+1/2 T ou G+0,5 G+1/2 T ou G+0,5
selon la plus petite selon la plup petite
valeur valeur
Dl est permis que les raccords de brasage pour les niveaux A et B s'étendent au travers de la courpure du
haut. T convient que la brasure ne s etende pas sous Ie corps 0es composants pour montage en surface a
profil bas dont les sorties sont faites en alliage 42 ou métaux similaires.
2 Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.
% Existence évidente d'un raccord correctement mouillé.

Figure 4 — Joints de sorties arrondies ou aplaties (forgées)
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5.2.3 Round or flattened (coined) leads

Joints formed to round or flattened (coined) leads shall

23 -

requirements of figure 4 for each product level.

meet the dimensional

and fillet

ide overhang

S
T

See note 1 of
the table

L

. lower bend radius

ine bisecting

ed Yepd width or
round lead

lead at joint

site (cover land)

l¢—— D———»
Toe down heel
Bide joint length fillet préight IEC 1158/98
Dimensions in millimetres
Feature DimensiéQ \Teve »n Level B Y Leyel C
Maxi id h N N b 13 W 1w
aximuny side overhang

Maximuny toe overhang I (Q ~—72 2) 2)
Minimum|end joint Wﬁ\ > C ) 3) 3) W-A
Minimum|side joint lengf "\ B 2L 23 L 3fa L
Maximun| heel fillet MQB{\ E\ D D D
Minimum|heel fillet height\ ¢ 3 G+12T ol+ T
Minimum|solde thic%e\{s\ \ > 3) 3) 3)

Minimum

S

G
Q

3)

G+1/2 T or G+0,5
whichever is less

G+1/2 T or G+0,5
whicheyer is less

Y solde
profilég

I fillet_fodevels
surface'm

2 shall

not violate minimum design conductor spacing.

and B may extend through the top bend. Solder should not extend under the bpdy of low
t components whose leads are made of alloy 42 or similar metals.

%) Properly wetted fillet evident.

Figure 4 — Round or flattened (coined) lead joint
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5.2.4 SortiesenJ

Les joints formés au niveau des sorties présentant une forme en J a I'emplacement du joint
doivent respecter les exigences de dimension et de raccord de la figure 5 pour chaque niveau
de produit.

— W—p
T ") sortie
W o
\ A
: ey ¢
) 4
)/ ( |
Dep§s§ement Dépassement de ] \ Pasti
de coté . astille
d 4G
Voir ngte 1 I«
du tabjeau B ) i
Largeur g( joinf d'extrémité
WE la
E T = épaisgeur deVa sortie
A
F
A 4
[¢— D—Pp
Longueur du joint de coté IFC 1159/98
[\ (\ Dimensions en millimétres
Caractéris)i’c}t@ \ b&@emn Niveau A Niveau B Nivgau C
Dépasserhent maxiW’ ) \ \ 12 W 172 W 1hw
Dépasserpent maxima B 36 R e
I'extrémit¢ du pied
Largeur njinima jont C 4 W-A W-A
d'extrémiteé
§ e N\ 4)
Longueurphinimale d int D 11/2W 1192w
de coté )
Y
Hauteur mpaxima: a rac&{rd talon E b b &
Hauteur niinifmale du ravedrd talon F 2.4 G+12T72 G4T?
Epaisseu mrmate—de-soudure S 4) 4) )

D1l convient que le raccord de brasure maximal ne soit pas en contact avec le corps du boftier.

2 La hauteur maximale jusqu’au rayon de courbure ne doit pas excéder 2 T. Le joint doit exister au bout et au
talon de la sortie en J.

%) parameétre non spécifié.
) Existence évidente d'un raccord correctement mouillé.

®) Les raccords de coté ne sont pas nécessaires pour les sorties ne possédant pas de c6tés mouillables de par
leur conception (comme les sorties estampées a partir de matériau prémétallise).

® Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

Figure 5 — Joints de sorties en J
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5.2.4 Jleads

Joints formed to leads having a J shape at the joint site shall meet the dimensional and fillet
requirements of figure 5 for each product level.

— W—p
e P Lead
ea
w T 4
A
- G
Te—" —l,'
Weverhang Land
See note 1
of thetable B
idth
E
A
F
v
[¢— D—Pp
Side joint length IEC 1 159/98

“ Dimensions in millimetres
Featur< > z <Di%e\ns%\\ \/ Level A Level B Levlel C

Maximum|side overhang?/\ \A ) 1/2 W 1/2 W 1/4 W

Maximum toe overha<6\ B > 96 38 ne
Minimum pnd jow}tk \ C 4 W-A W-A
Minimum bide joint Iem \ N D 4 112w 11w
E
F

Maximumﬁ{et\ﬁe@@\ \ B 1) )
Minimum i||et\h\u'@t\ \

Minimum polder thick 5

24 G+12T? GHT?

4) 4) )

®

Y Maximum.older fillet should not touch package body.

2 Maximum height to bend radius shall not exceed 2 T. Fillets shall be furnished on both toe and heel area of J-
lead.

% Unspecified parameter.
4 Properly wetted fillet evident.

% Leads not having wettable sides by design (such as leads stamped from pre-plated stock) are not required to
have side fillets.

® Shall not violate minimum design conductor spacing.

Figure 5 —J lead joint
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Composants a extrémité rectangulaire ou carrée
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Les joints brasés sur les composants présentant des extrémités de configuration carrée ou
rectangulaire doivent respecter les exigences de dimension et de raccord brasé de la figure 6
pour chague niveau de produit.

H

l'\W + t
4 F
nér\neenmnnf _g_ l

y latérale de la W

}< terminaison
(=] Dépassement B
de l'extrémité

Voir note
dutableaL“\\ I*T‘P{
T,/ —1 — r“
E ll H
= et <
{ ] W,
<J] c [O»

Recouvrement des extrémités Canftgurations de la terminaison
H = hauteur de la zone de terminaison

W = largeur de la zone de terminaison argeur de la pastille

ongueur de la zone de terminaison

Terminaigon
a cinq faces

IEq 1 160/98

Dimensions en millimétres

N
Jaractéristique [ \&kmen\s\io}\ Niveau A Niveau B Niveau C
Dépassemgent maximal de\cot 5 \/;/\?v ou 1,5 selon | 1/3 W ou 1,5 selon | 1/4 W ou 1,5 selon
la'plus petite valeur | la plus petite valeur | la plus petite valeur
Dépassemient de I'extré/n\ﬂé\ \B/\ Non autorisé Non autorisé Non auforisé
Largeur minimale du jaint W 1/2 W 172 W 314 W
d'extrémité
Longueur finimale du jon\de \/ D 4 12T 3/4(T
coté /\ \
Hauteur maw\ol’u\\{a(%{)w E 1 n 1
Hauteur m|nimate d ccory Y F 4 G+1/4 H ou G+0,5 | G+1/4 H ou G+0,5
selon la plus petite | selon la plps petite
valeur valeur
Epaisseur minimale de soudure 2 G 4 4 0,22
Recouvrement minimal 213 T 2/3T 3/4T
d'extrémité ¥

1)

2)

3)
4)

5)

Il est permis que le raccord maximal dépasse la plage d'accueil ou s'étende sur le haut de la métallisation

d'extrémité ; cependant, la brasure ne doit pas s'étendre plus loin sur le corps du composant.

Sauf si la preuve d'un nettoyage satisfaisant peut étre apportée avec un dégagement réduit. G n'est pas

spécifié si le nettoyage n'est pas exigé.
Non prescrit pour les composants de type a terminaison sur une face seulement.
Existence évidente d'un raccord correctement mouillé.

Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

Figure 6 — Composants a extrémité rectangulaire ou carrée
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Rectangular or square end components

Solder joints to components having terminations of a square or rectangular configuration shall
meet the dimensional and solder fillet requirements of figure 6 for each product level.

]
h T
H
wW
b I
\
Slde overhang _?_ z —z \ N l
% <1+ of-termination W va }
/< A D C —p
[ End overhang
See notg 1 \ d jointwyidtl
of the table
o 1
— — T——
' \
E ll H \ WX
b
! —F’ k F /
i} 7N | ] PRV IJ V\ V\W
<J>| 4D ¥ ne o Thi ce %/eface
G termination termirjation
|na on Q
End overlap Terminatjor configurations
H = height of termination zone th of termination zone
W = width of termination area P = width of land IEq 1 160/98
Dimensions in millimetres
f\ ~
Feature \Qim shm\ Level A Level B Leyel C
Maximum|side over ang A \/1/2 W or 1,5 1/3Wor 1,5 1/4 W or 1,5
whichever is less whichever is less whicheyer is less
End overhjang \jlx Not permitted Not permitted Not pprmitted
Minimum fend joint wﬁi{h \_(/ 1/2 W 1/2 W 34 W
Minimum kide jOi 'nt\ﬁgd\e')\ > D 4 12T 3[4 T
Maximum he ht s D\ E b b b
Minimum fill he\Q\ \/ 4 G+1/4 H or G+0,5 G+1/4 H or G+0,5
whichever is less whicheyer is less
Minimum folder. thlckn G 4 4 o[22
Minimum kend overlap ¥ il 23T 23T 34 T

Y The maximum fillet may overhang the land or extend onto the top of the end cap metallization; however, the
solder shall not extend further onto the component body.

2 Unless satisfactory cleaning can be demonstrated with reduced clearance. G is not specified when cleaning is
not required.

%) Not required for one face only termination type components.

*) Prope

rly wetted fillet evident.

®) Shall not violate minimum design conductor spacing.

Figure 6 — Rectangular or square end components
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5.2.6 Sorties d'extrémité cylindrique

Les joints brasés des composants possédant des sorties d'extrémité cylindrique (MELF par
exemple) doivent respecter les exigences de dimension et de raccord brasé de la figure 7 pour
chaque niveau de produit.

= =

= = w

> \\\\\l IF
oS e d,

B
Dépassement de coté Dépassement d'extrémité A<

argauyr qu>>int

dextré
Voir note 1

( du tableau I'_T"‘
: S I

<—m4>‘
\\l

\

/

ey \ 4

6\\ G ) F
[ TR ]

I 4D >

Longueur du joint de cété

et recouvrement d'extrémité
IEC| 1 161/98

Q Dimensions en millimétres

Caractéristique \ imens%\ \Kliv?@k/A Niveau B Niveau C

Dépasserient maximal de clﬁ % @\ 13w 1/3 W 1w

Dépassement de Ie B >Non autorisé Non autorisé Non gutorisé

Largeur njinimale du\Ny( 2 1/2 W 1/p W
d'extrémité

Longueur|minimale d@Jo\n\\Q co D} 2 12T 3T

Hauteur ny aX|m e E D 1) )
(extrémitd et c e)

Hauteur mﬁ.m edu cord F 2 2 G+1/4 W ou G+1,0
(extrémite cote selon la plus petite
valeur

Epaisseu m|n|male G 2) 2) P)

Recouvrement minimal d'extrémité J 2/3T 2/13T T

Dl est permis que le raccord maximal dépasse la plage d'accueil ou s'étende sur le haut de la métallisation
d'extrémité ; cependant, la brasure ne doit pas s'étendre plus loin sur le corps du composant.

2 Existence évidente d'un raccord correctement mouillé.

% Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

Figure 7 — Sorties d'extrémité cylindrique
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Cylindrical end cap terminations

Solder joints to components having cylindrical end cap terminations (e.g. MELFs) shall meet
the dimensional and solder fillet requirements of figure 7 for each product level.

=

=
/

\\\\\l IF

=z
\\V)

v

e

Side overhang End overhang d ‘joint wid
See note 1
(of the table I'_T"‘
y - >~
/
1
E ! .y $
| Y
l 6 > G J F
[ 1 TR ] ?
4 4D M
Side joint length
and end overlap
IEC |1 161/98
/\ /\ % Dimensions in millimetres
Feature N Nme{@ion L%vel A Level B Lgvel C
Maximum|side overhang % L \ 1/3 W 1/3 W 144 W
End overljang < > 2 < B /Not permitted Not permitted Not germitted
Minimum lend joint wichﬁ/ \R 2 12 W 2 w
Minimum fside joint @{ﬁ\ D> 2 12T 34T
Maximumlfillet h t E b b b
(end and kide)
Minimum filletNaeight A\ F 2 2) G+1/4 W or G+1,0
(end and pide) \ whicheper is less
L AN 2) 2) 2)
Minimum [solder thickness G
Minimum fend overlaN 213T 213T T
D The nbaximum—fillet may—overhangthe land or extend onto-the topof the end-capmetallizationhewever, the

solder shall not extend further onto the component body.

2 Prope

rly wetted fillet evident.

% shall not violate minimum design conductor spacing.

Figure 7 — Cylindrical end-cap terminations
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5.2.7 Terminaisons seulement en partie basse
Les composants a puce discrets, les porte-puces sans sorties et autres dispositifs présentant

des terminaisons métallisées seulement en partie basse doivent respecter les exigences de
dimension et de raccord brasé de la figure 8 pour chaque niveau de produit.

@4@ |
S ST

P

e

<40 »
)
—
—
—
f

Dépassement Dépassement
de coté d'extrémité

El
3

BM ’4 =P \P
Longueur du joint de c6té IEC| 1162/98
/\ /\ Q Dimensions en millimétres
Caractéristique \D&mension vae Niveau B Niveay C
N ~
Dépassement maxima) de c@é \ \ 1) “ nY h4
Dépassement de I'e&(@té & \R \ Non autorisé Non autorisé Non autprisé

Largeur njinimale du joi 172 W 172 wW 3/4 W
d'extrémité 2\

Longueur mmmyﬂ'ed\u\o\ \Q\QK D 1) 1) 1)

Hauteur n?)u\&re\du rac \ E 1) 1) 1)

Hauteur n\?mk\%rw = ) ) )

Epaisseu mwm%\z{so%ure G 2 2 029

Y paranjétréfion spécifié.

2 Existence évidente d'un raccord correctement mouillé.

% sauf si la preuve d'un nettoyage satisfaisant peut étre apportée avec un dégagement réduit. G n’'est pas
spécifié quand le nettoyage n’est pas prescrit.

) Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

Figure 8 — Terminaisons seulement en partie basse


https://iecnorm.com/api/?name=cd96340e548f329efb335c17a7d31bbe

61191-2 © IEC:1998

5.2.7

Discrete chip components,

Bottom only terminations

-31-—

leadless chip carriers, and other devices having metallized
terminations on the bottom side only shall meet the dimensional and solder fillet requirements
of figure 8 for each product level.

| MY
: )
>/ /< A 4
A e _— ]
¥ B
-
P N
>/ i
Side overhang End overhang End joint width
aa
— [
b 4 —
Side joint length % 1E¢ 1 162/98
Dimensions in millimetres
N (@A
Feature \Kkime\{io\\ \ Level A Level B Leyel C
Maximum|side overﬁ{ngy < \Q v bna 49
End overljang /\< \/B\\/ Not permitted Not permitted Not pgrmitted
Minimum fend joint wigth \ c/ 172 W 172 W b w
Minimum fside jofAttendth \ D ) ) 3
; i ; 1) 1) )
Maximum f)ue{rﬁght\\ \ E
Minimum MIQM \ > F b b &
L N\ 3) 2) 2) 3)
Minimum [solder thigkness G 0)2
b Unspdcified-parameter,
2 Propeky-wetted-filet-evident-

%) Unless satisfactory cleaning can be demonstrated with reduced clearance. G is not specified when cleaning is
not required.

) Shall not violate minimum design conductor spacing.

Figure 8 — Bottom only terminations
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Porte-puces sans sorties, a terminaisons crénelées

Les joints formés au niveau des terminaisons crénelées des porte-puces sans sorties doivent
respecter les exigences de dimension et de raccord brasé de la figure 9 pour chaque niveau de

produit.
B
N R a
7 Metalllsatlon
du coin
(terminaison)
A Raccord exigé \’
si la pastille "
Dépassement de coté est présente. té
LI S
v / l l ’>\ ?: |g
G ANy Y
] T [ J
»D [«
> P
Longueur du joint de coté
a I'extérieur du boitier IEC 1

1163/98

Dimensions en millimétres

Caractéristique

\Eiimensio\\

N~—".
Nw%hu/A

Niveau B

Nive

hu C

Dépasserpent maximal de c,()te 4

S~ w

1/2 W

1/4

w

Dépassemrent de I'e

)Von autorisé

Non autorisé

Non aytorisé

Largeur njinimale du\br{ 1/2 W 12 W 3/4|W

d'extrémité

Longueur minimale joint \[y % 1/2 F ou P selonla | 1/2 F ou|P selon

de coté V) plus petite valeur la plus|petite
(\ valg¢ur

Hauteur nﬁ@m&ﬁ\du@:c d \ E Non applicable Non applicable Non applicable

Hauteur npint alékra\o@d\) F 3 G+1/2 H G+1j2 H

Epaisseu minim}w sohgure G 3) ¥ 0,4?

Yp dépendde la haut\e(r du filet F, et est référencée par rapport a I’extrémité du boitier.

2 sauf sT Ta preuve d'un nettoyage satisfaisant peut etre apportee avec un degagement reduit. G n'est pas

spécifié quand le nettoyage n'est pas exigé.

%) Existence évidente d'un raccord correctement mouillé.

4 Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

Figure 9 — Joints d'un porte-puces sans sorties, a terminaisons crénelées
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5.2.8 Leadless chip carriers with castellated terminations

Joints formed to castellated terminations of leadless chip carriers shall meet the dimensional
and solder fillet requirements of figure 9 for each product level.

Tt S
¢

metallization
W (termination) /
Fillet required if
A . A land is present. )
Side overhang Side owerhan

B
v / l ’1\ ?:
AN S AN 4
T »D <
> P
Side joint length
IEC 1 163/98
Dimensions in millimetres
Feature \ imens%& L eonera Level B Leyel C
Maximum|side overhang 4 I (A\ \/1//2 w 1/2 W 14 W
End overfjang /\ x B >Not permitted Not permitted Not pérmitted
Minimum fend joint widgw” \/\ \@\ \ 12 W 12 W b w
Minimum fside joint lengthnt % 1/2For P 1/2 ForP
whichever is less whicheer is less
Maximum fiIIetpéErht\ \ E Not applicable Not applicable Not apgplicable
L . . 3)
Minimum fyet\hgkght \\ \ F G+1/2 H G+]1/2 H
Minimum Wer\thkk&}\ > G % % op?
~N\

2 Length D is endentupon fillet height F, and is referenced to end of package.
2 Unles} satisfactory~cl ning can be demonstrated with reduced clearance. G is not specified when cleaning is

not refuired.

%) properly wetted fillet evident.

4 Shall not violate minimum design conductor spacing.

Figure 9 — Leadless chip carriers with castellated terminations
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5.2.9 Joints en talon

Les joints formés au niveau des sorties positionnées perpendiculairement a une plage d'accueil
du circuit dans une configuration en talon doivent respecter les exigences relatives aux
dimensions et au raccord brasé de la figure 10 pour chaque niveau de produit.

Pour les produits de niveau A et B, il n'est pas requis que les sorties n'ayant pas de cotés
mouillables par conception (telles que les sorties estampées ou cisaillées a partir d'un
approvisionnement prérevétu) aient des raccords sur les c6tés; toutefois, il convient que la
conception permette une inspection facile du mouillage des surfaces mouillables.

Sortie P

)
i§is = R
2 L
At % B—s{fe— SR L N

A [¢—  Largeuf du
joint d'gxtrémité

Dépassement de cété Projection d

W = largeur de la sortie
T = épaisseur de la sortie

IEC 1 164/98

Dimensions en millimétres

Voir npte 1 du tab@

3aractéris<qu§\ \B{Qnen on Niveau A Niveau B Nivedu C ?

Dépassement W\{e éqt A 1/4 W Non autorisé Non alitorisé

Avancée minimale de | \/ B T ou 0,5 selon la T ou 0,5 selon la T ou 0,9 selon la

d'accueil valeur la plus valeur la plus valeur|la plus

grande grande grande

Largeur njinima dlﬁomt Cc 3/14 W 3/4 W 3/4 W

d'extrémité

Longueur minimale du J\rﬁt D % %) )

de coté *

Hauteur maximale du raccord E 4 2 2

Hauteur minimale du raccord F 0,5 0,5 G+1', W
ou G+0,5 mm
selon la valeur
la plus grande

Epaisseur de soudure maximale G 0,1 0,1 0,1

D est permis que le raccord maximal s'étende a l'intérieur du rayon de courbure. La brasure ne doit pas
s'étendre sous le corps des composants pour montage en surface a profil bas dont les sorties sont faites en
alliage 42 ou en métaux similaires.

2 pour étre autorisées au niveau de produit C, les piéces doivent avoir été définies pour le montage en surface
de joint en talon.

%) paramétre non spécifié.
) Existence évidente d'un raccord correctement mouillé.
®) Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

Figure 10 — Joints en talon
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5.2.9 Butt joints

Joints formed to leads positioned perpendicular to a circuit land in a butt configuration shall
meet the dimensional and solder fillet requirements of figure 10 for each product level. For
level A and B products, leads not having wettable sides by design (such as leads stamped or
sheared from preplated stock) are not required to have side fillets; however the design should
permit easy inspection of wetting to the wettable surfaces.

Lead

0
)
k/@ ;
_ | v
A P )';\
7(\ % B -" Y Land
A
A End jont width
Side overhang Land protrusion
A /\ < lead width
E v T = lead thickness
v e N
% T
G
IEC |1 164/98

Dimensions in rillimetres

Feature

Q 4
Side joi
See rfote 1 of the table.

ength
W

Level A

Level B

Level C 2

Maximum|side overh ngﬁ

2)

1/4 W

Not permitted

Not pprmitted

Minimum Jand p Si B T or 0,5 whichever | T or 0,5 whichever T or 0,5|whichever
is greater is greater is greater
Y
Minimum eﬁh\s'@\wia@\ \ c 3/4 W 3/4 W 3l w
Minimum swmgb\b\/ D 3 3 3)
Maximum|fillet he@l’ﬂ\ > E 4 D D
Minimum ffitllef height F 0,5 0,5 G+1, W or
S+075-whichever
is greater
Maximum solder thickness G 0,1 0,1 0,1

D Maximum fillet may extend into the bend radius. Solder shall not extend under the body of low profile surface
mount components whose leads are made of alloy 42 or similar metals.

2 To be permitted for level C product, parts shall have been defined for butt joint SMT mounting.
%) Unspecified parameter.
*) properly wetted fillet evident.

®) Shall not violate minimum design conductor spacing.

Figure 10 — Butt joints
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5.2.10 Sorties plates en forme de L vers l'intérieur

61191-2 © CEI:1998

Les joints brasés au niveau des composants possédant des terminaisons de sorties plates en
forme de L vers l'intérieur doivent respecter les exigences de dimension et de raccord brasé de

la figure 11.

W = largeur de la sortie
L = longueur de lg pastille

A
Y

L QA

—| |-— O

>——>

-

=

Version de sortie divisée

|2

)\/
NI

\ Pastills

IEC 1 165/98

Dimensions en millimétres

N\
e \

Dimension Niveau A Niveau B Nive¢au C
Dépassement axml d W A 172 W 1/2 W 1/4 W pu 1/4 P
selon la plus petite
vajeur
Avancée nihimale de B b D 1/2 H ouy] 0,5 selon
la plage d’accueil la plus petite valeur
Largeur minimale du joint Cc 1/2 W 1/2 W 3/4 W ou 3/4 P
d'extrémité selon la plus petite
valeur
Hauteur maximale du raccord E H H H
Hauteur minimale du raccord F G+1/4 H ou G+0,5 | G+1/4 H ou G+0,5 G+1/4 H ou G+0,5
selon la plus petite | selon la plus petite | selon la plus petite
valeur valeur valeur
Epaisseur minimale de la soudure G Pas de limite si Pas de limite si Pas de limite si

respect de toutes
les autres exigences

les autres exigences

respect de toutes

respect de toutes
les autres exigences

D parametre identifié.

2 Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

Figure 11 — Sorties plates en forme de L vers l'intérieur
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5.2.10 Inward L-shaped ribbon leads

Solder joints to components having inward L-shaped ribbon lead terminations shall meet the
dimensional and solder fillet requirement of figure 11.

w
y'd
/
£ W = lead width
m L = lead length
Y J
% ; P JJJJ/
4 / Split lead version
B
w
G C/ H
| L1
———— ; F
G \
Land
\ F
P AN ~ Bt
C Lp
bl
P
A | 4 IEC 1 165/98
{\ Dimensions in millimetres
N\ \ )
/F}&Q \ Dimension Level A Level B Lgvel C
Maximum|si ov&k&ng 2 A 172 W 172 W 1/4 WM or 1/4 P
whiche)er is less
Minimum Jand protrusion” B D D 1/2 Hor 0,5
whiche)er is less
Minimum end joint width C 1/2 W 1/2 W 3/4 W or 3/4 P
whichever is less
Maximum fillet height E H H H
Minimum fillet height F G+ 1/4HorG+0,5 G+ 1/4Hor G+0,5 G+ 1/4HorG+0,5
whichever is less whichever is less whichever is less
Minimum solder thickness G No limit if all other No limit if all other No limit if all other
requirements met requirements met requirements met

Y |dentified parameter.

2 shall not violate minimum design conductor spacing.

Figure 11 — Inward L-shaped ribbon leads
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5.2.11 Sorties a cosse plate

Les joints brasés au niveau des composants dissipateurs de puissance dotés de sorties a
cosse plate doivent respecter les exigences de dimension et de raccord brasé de la figure 12
pour chague niveau de produit.

W = largeur de la sortie
L = longueur de la sortie
= largeur de la pastille

Z_ 7/ FP

L(_ et

G *-D—’I '

Dimensions en millimétres

Caractéristique Dimensi)s\n \Nivéw\/ Niveau B Nivg¢au C

Dépassement de coté Q ( A \N.gn Wsé Non autorisé Non gutorisé

N
Dépassement de I'extrémité[\ (B\ Wutorisé Non autorisé Non gutorisé

Largeur njinimale du joint 1/2 W 1/2 W W
d'extrémiteé &

Longueur|minimale du M ore R > L-k?Y L-k?Y LKV
E

Hauteur maximale dl{@\c\\\ G+T+1,0

2) 2)

Hauteur n |n|ma}e~d{r\e\cco d ~ 2 2 Gl+T

Epaisseu maxﬁn\ale d\%sk \/ G 2 2 Q.2
J

Avancée fuaxi de lage 2 2 T
d'accueil

Ecart maximal X K 2 2T T

Y Quand la/tosse est estinée a étre brasée en dessous du corps du composant et que la plage d'agcueil est
congu&é_get_ef_f_et la sartie doit précpnfer un mouillage dans l'lintervalle K

2 paramétre non spécifié.

Figure 12 — Sorties a cosse plate
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5.2.11 Flat lug leads

Solder joints to power dissipating components with flat lug leads terminations shall meet the

dimensional requirements of figure 12 for each product level.

W = lead width
L = lead length
P = land width

1166/98

Dimensions in millimetres
Feature Dimensi&n (\ b}«&ew Level B Level C

Side overpang < m\ wt R\er&itted Not permitted Not permitted
Toe overllang [\ N (B\ Notﬁermitted Not permitted Not permitted
Minimum jend joint wi}\h k E\ \ 1/2 W 1/2 W W
Minimum fside joint ng& < \Q L-K Y L-K Y -k Y

. . . 2) 2)
Maximumlfillet height /\< W G4T+1,0
Minimum fillet heigh[< \ F/ 2 2 G+ T
Maximum soIdeJ/tﬁisQ?%s\ G 2 2) 0,2

. . 2) 2)
Maximum Wmtrus\l\ﬁ \ J T
Maximum gag \ \ > K 2 2T T

Y

D Wherg the lutnis intented to be soldered beneath the component body and the land is designed for this purpose,

the leqd shall;show evigence of wetting in the gap K.

2 Unspdgcified parameter.

Figure 12 — Flat lug leads
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